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Overena technologie
Nova technologie pouzdreni elektronickych modull integrovanych
do textilii s vyuzitim 3D tisku odolavajici narocnym podminkam

PV souladu s platnou metodikou Uradu vlady

CR je uplatfiovan prototyp.

P Tato ovéfena technologie vznikla v pfimé

souvislosti s feSenim projektu : FW03010077
Obr. 1: Elektronicky modul s LED pfimo integrovany na vodivou stuhu. »InTechTex - Inovativni technologie integrace a
pouzdfeni elektronickych prvk( pro smart

textilie odolavajici extrémnim podminkam®.

P Tato ovéfena technologie ve formé nové
vyrobni technologie integrace pouzdfeni, ktera
je vhodna pro pfimou integraci elektronickych
moduld LED do textilnich produktt, které

- budou vystaveny naro€nym podminkam, jako

Obr. 2: Elektrické a mechanické pfipojeni DPS konektoru na vodivou stuhu je prostfedi s vysokou teplotou a vlhkosti nebo

pomoci adporoveho. vybusna prostiedi. Technologie pouzdfeni je

rovnéz odolna bézné udrzbé textilii jako je
automatické prani a susSeni. Pouzdfeni bude je
zaloZzeno na pokro€ilych 3D  tiskovych
technologiich (MJF - Multi Jet Fusion)
6 z polyamidu PA12, jehoz povrch je dale

upravovan vaporizaci.

Obr. 3: Pouzdreni a fixace LED modulu integrovanych na vodivych stuhach

do hasi¢ského obleku pomoci 3D tisténych dilG technologii MJF. P Tato technologie byla navrzena s ohledem na
sériovou vyrobu. V ramci navrzené technologie
je zajisténo hermetického provedeni pouzdra a
rovnéz i zamezeni vzlinani vihkosti do pouzdra
pres vodivé textilni propojovaci struktury a
zamezeni mechanického poskozeni vodivych
textilnich struktur v oblasti jejich prichodu do

EVIDENCNI CisLo: pouzdra (pfechod mezi rigidni a flexibilni &asti).
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V ramci této technologie jsou splnény vSechny

) g pozadavky jak na desky plo$ného spoje, tak i
KONTAKTNI OSOBA: a : . . - )
. na integraci, propojeni a enkapsulaci
Doc. Ing. Radek Soukup, Ph.D. ;‘é jednotlivjch LED moduld dle standardd
tel.: +420 377 634 542 féza: (AATEX, IECEX) na vybusna prostfedi.
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SUACLEAE e - P Tato technologie bude vyuZita spole¢nosti
Obr. 4: Integrace LED osvétleni pomoci nové vyvinuté technologie GoodPRO pro sériovou vyrobu chytrych
pouzdieni do hasi¢skych oblekl béhem testovani v hasié¢ském ohriovém , i . . .
ochranny hasi€skych oblekl a prevleku.
polygonu.
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